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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 6-22: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages —

Design guide for semiconductor packages Silicon Fine-pitch Ball Grid

FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardjzation con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object &f+IEC is to q

agregement between the two organizations.

The| formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an interi
conpensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
intefested IEC National Committees.

IEC| Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Committees in that sense. While all reasonable efforts*are made to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held respansible for the way in which they are used or

mis|nterpretation by any end user.

In grder to promote international uniformity, IE€ National Committees undertake to apply IEC Publ
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any dive
betyween any IEC Publication and the correspohding national or regional publication shall be clearly indi
the Jatter.

IEC] itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide cor
assessment services and, in some\areas, access to |IEC marks of conformity. IEC is not responsible
seryices carried out by independent certification bodies.

Al

No |iability shall attach to\|EC or its directors, employees, servants or agents including individual exp§g
merpbers of its technical*committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
other damage of any ‘mature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
expenses arising®out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
Publlications.

sers should ensure thatithey have the latest edition of this publication.

Attgntion is_drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
indispensable for the correct application of this publication.
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International Standard IEC 60191-6-22 has been prepared by subcommittee
Semiconductor packaging, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

CbhV Report on voting
47D/812/CDV 47D/820/RVC

47D:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all the parts in the IEC 60191 series, under the general title Mechanical
standardization of semiconductor devices, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6-22: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages —
Design guide for semiconductor packages Silicon Fine-pitch Ball Grid
Array and Silicon Fine-pitch Land Grid Array (S-FBGA and S-FLGA)

1 Sgope

based package structures and materials of ball grid array packages (BGA) and(land grid array

This part of IEC 60191 provides the outline drawings and dimensions commaon o sjflicon-
packaLes (LGA).

2 Nprmative references

The fqllowing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this documept and
are infdispensable for its application. For dated references, only the edition cited appliefs. For
undated references, the Ilatest edition of the referenced document (including any
amengments) applies.

Void

3 Terms and definitions
For the purpose of this document, the following terms and definitions apply.

3.1
S-FBGA
FBGA| composed of silicon dig,,dielectric layer(s) on the die, rerouting wires from the dig pads
to outer balls on the dielectric layer(s), and outer balls with heights more than 0,1 mm

3.2
S-FLGA
FLGA|composed)of silicon die, dielectric layer(s) on the die, rerouting wires from the dig pads
to outer lands(on‘the dielectric layer(s), and outer lands with heights of 0,1 mm or less

4 Terminal position numbering

When a package is viewed from the terminal side with the index corner in the bottom left
corner position, terminal rows are lettered from bottom to top starting with A, then B, C..., AA,
AB, etc., whereas terminal columns are numbered from left to right starting with 1. Terminal
positions are designated by a row-column grid system and shown as alphanumeric
identification, e.g., A1, B1.

The letters I, O, Q, S, X and Z shall not be used for naming the terminal rows.

5 Code of package nominal dimensions

A code of package nominal dimensions is defined as the combination of package width E and
length D which are shown in the second decimal place in millimeter.
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6 Symbols and drawings

Symbols and drawings are shown in Figures 1, 2, 3 and 4.
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Figure 1 — S-FBGA outline

IEC 2310/12
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ure 3 — Mechanical gauge drawinge’

um is the seating plane on which a package stays.

e hatched zone is an index-marking area indicating A1 corner.

e positional tolerances of terminals, x4 and x,, are applied to all terminals.

areas”

e array of terminal-existence areas with regard to the datum is shown in Figure 4.

IEC 2313/1

b terminal diameter b is the maximum diameter of the ball as measured in a plane parallel to the

Figure 4 — Array of terminaliexistence

Ilseating

array of terminal-existence areas with regard to the datumi,[)S], [A], and is shown in the medhanical
ge drawing in Figure 3.
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7 Dimensions

7.1 Group 1

Group 1 dimensions are shown in Table 1.

Table 1 — Dimensions and tolerances in Group 1

Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended Notes
value
Code pf Code of package nominal dimension is defined as
package ExD the combination of package width E and length D, _ 1
nominfl which are shown in the second decimal place in
dimengions millimeter.
Package length is shown in the second decimal
place in millimeter.
Package length  Dnom
Packape length D - vo denptes
J 9 Minimum 0,50 toleranfce.
Maximum 10,00
Tolerance vp + 0,05
Package width is shown in the second decimal
place in millimeter.
Package width Enom d t
. ve dengtes
Package width E Minimum 0,50 -Mp. Mg toleranice.
Maximum 10,00
Tolerance vg +0,05
When A < 0,65;~the tolerance of nominal height is .
+0.07. A incluges
’ packade
Profild height A When 0,80< A < 1,0, the tolerance of nominal - warpade and
height is*+ 0,10. tilt
allowances.
Aisshall not exceed 1,0.
1) For S-FBGA:
@ brom min nom max
0,80 0,50 0,35 0,40 0,45
0,80 0,45 0,30 0,35 0,40
0,65 0,40 0,28 0,330 0,38
Stand-off 0,50 0,30 0,20 0,25 0,30
hel A _ _
eight
0,40 0,25 0,15 0,20 0,25
0,30 0,20 0,10 0,15 0,20
For low stand-off S-FBGA:
A;<0,20
2) For S-FLGA:
A;<0,10
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Table 1 (Continued)
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Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended Notes
value
[e]=0,80
0,65
0,50
Terminal pitch e - -
0,40
0,30
0,25
1) For S-FBGA:
@ min nom max E| nom
0,80 0,45 0,50 0,55 0,80."\0,50
0,80 0,40 0,45 0,50 0,65 0,40
0,650 0,35 0,40 0,45 0,50 0,30
0,50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,25
0,40 0,20 0,25 0,30 0,30 0,20
0,30 0,170 0,20 0,23
Terminpal b
diameler
2) For S-FLGA:
@ min(J nom¢(J max
0,80 0,35 0,40 0,45
0,65 0;28 0,33 0,38
0,500 0,20 0,25 0,30 - .
0,40 0,15 0,20 0,25
0,30 0,12 0,15 0,18
0,25 0,10 0,13 0,16
Datum-based
positignal _
tolerafce of X1 x1=0,08 - h
terminjls
[¢] X
0,80 0,08
Relative 0.65 0,08
positional X 0,50 0,05 _ _
tolerance of
terminals 0.40 0.05
0,30 0,03
0,25 0,03
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Table 1 (Continued)

Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended Notes
value

[¢] y

0,80 0,10

0,65 0,08
Coplanarity % 0.50 0.05 — _

0,40 0,05

0,30 0,05

0,25 0,05
Parall¢lism of _
the top surface v y1=0,08 . h
Number of n n= Mg x Mp
termingls

(ME - 1) X MD
Maximum Numbgrs of
matrix|size in Mp Me > (Mo — 1) matricds in
length (Mg — 1) x (Mp — 1) - Me and Mp
are shgwn in
Maximum Table
matrix|size in Me Mg < (E = bmax — VE — X1 —xz)/@+ 1
width
Mo < (D — Bmax — Vb — X1 — Xo) 1€+ 1
7.2 |Group 2

Group 2 dimensions are shown in Table 2.

Table 2(—;Dimensions and tolerances of Group 2

Dimensions in milfmeters

Term Symbol Specification Recommended Nofes
value
Overhpng Referepce
dimenkion in Zp Zb = [Drom — (Mo — 1) x[e]] /2 -
value
length
Overh
dl\rIT?ern air:.lgll 1T ZE Ze=1F —e—1 ':‘1 +2 = Referepce
_ E - Ltnom — \VIE T=TE value
width

Datum-defined

terminal- bs bs = bmax + X+ _ _

existence area

Relative
terminal- ba bs = bmax + X2 N -

existence area
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Combination lists of D, E, Mp, and Mg are shown in the following Tables 3, 4, 5, 6, 7 and 8.

Table 3 —E|= 0,80 mm pitch S-FBGA and S-FLGA

BGA bnax = 0,55 BGA bmax = 0,50 LGA bnax = 0,45
DorE Mp or Mp_1 or Dor E Mp or Mp_1 or DorE Mp or Mp_1 or
mm Mg Mg _1 mm Mg Me_1 mm Mg Mg _1
1,56 — 1,35 pA = 5T — 2,30 pA = 46 — 2,25 A -
2,36 - 3,15 3 2 2,31 -3,10 3 2 2,26 — 3,05 3 2
3,16 — 3,95 4 3 3,11 -3,90 4 3 3,06 — 3,85 4 3
3,96 — 4,75 5 4 3,91 - 4,70 5 4 3,86 — 4,65 5 4
4,76 — $,55 6 5 4,71 - 5,50 6 5 4,66 —-5,45 6 5
5,56 — $,35 7 6 5,51 - 6,30 7 6 5,46,—6,25 7 6
6,36 - 1,15 8 7 6,31 -7,10 8 7 6,26 — 7,05 8 7
7,16 - 1,95 9 8 7,11 -7,90 9 8 7,06 — 7,85 9 8
7,96 — 8,75 10 9 7,91 -8,70 10 9 7,86 — 8,65 10 9
8,76 — 9,55 11 10 8,71 - 9,50 11 10 8,66 — 9,45 11 10
9,56 — 10,35 12 11 9,51 - 10,30 12 11 9,46 — 10,25 12 11
Table 4 —[e|= 0,65 mm pitch S-FBGA and S-FLGA
BGA bmax = 0,45 LGA bmax = 0,38
DorE Mp or Me Mp--1 or Me _1 DorE Mp or Me Mp -1 or Me_1
mm mm
1,3 — 1,95 2 - 1,24 - 1,88 2 -
1,9p — 2,60 3 2 1,89 - 2,53 3 2
2,6/l — 3,25 4 3 2,54 - 3,18 4 3
3,2p - 3,90 5 4 3,19 - 3,83 5 4
3,9 — 4,55 6 5 3,84 — 4,48 6 5
4,5p <5,20 7 6 4,49 - 5,13 7 6
5,21 - 5,85 8 7 5,14 - 5,78 8 7
5,86 — 6,50 9 8 5,79 - 6,43 9 8
6,51 - 7,15 10 9 6,44 — 7,08 10 9
7,16 — 7,80 11 10 7,09-7,73 11 10
7,81 - 8,45 12 11 7,74 - 8,38 12 11
8,46 — 9,10 13 12 8,39 - 9,03 13 12
9,11 - 9,75 14 13 9,04 — 9,68 14 13
9,76 — 10,40 15 14 9,69 — 10,33 15 14
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Table 5 —E|= 0,50 mm pitch S-FBGA and S-FLGA

BGA bnax = 0,35

LGA bmax = 0,30

DorE Mp or Me Mp_1 or Me _1 DorE Mp or Me Mp_1or Me _1
mm mm

1,03 - 1,52 2 - 0,98 — 1,47 2 -
1,563 - 2,02 3 2 1,48 — 1,97 3 2
2,03 - 2,52 4 3 1,98 — 2,47 4 3
2,53 - 3,02 5 4 2,48 — 2,97 5 4
3,0B - 3,52 6 5 2,98 - 3,47 6 5
3,5B - 4,02 7 6 3,48 — 3,97 7 6
4,0B — 4,52 8 7 3,98 — 4,47 8 7
4,5 — 5,02 9 8 4,48 — 4,97 9 8
5,0 — 5,52 10 9 4,98 — 5,47 10 9
5,5 - 6,02 11 10 5,48 — 5,97 11 10
6,0p — 6,52 12 11 5,98 - 6,47 12 11
6,5 — 7,02 13 12 6,48 — 6,97 13 12
7,0 - 7,52 14 13 6,98 (47 14 13
7,5 — 8,02 15 14 7,48 7,97 15 14
8,0B - 8,52 16 15 7,98 — 8,47 16 15
8,5 — 9,02 17 16 8,48 — 8,97 17 16
9,0B - 9,52 18 17 8,98 — 9,47 18 17
9,59 - 10,02 19 18 9,48 — 9,97 19 18

9,98 — 10,47 20 19
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Table 6 —E|= 0,40 mm pitch S-FBGA and S-FLGA

BGA bmax = 0,30 LGA bmax = 0,25
DorE Mp or Me Mp_1 or Me _1 DorE Mp or Me Mp_1or Me _1
mm mm
0,88 — 1,27 2 - 0,83 - 1,22 2 -
1,28 - 1,67 3 2 1,23 - 1,62 3 2
1,68 — 2,07 4 3 1,63 — 2,02 4 3
2,08 — 2,47 5 4 2,03 -2,42 5 4
2,4B - 2,87 6 5 2,43 - 2,82 6 5
2,8p - 3,27 7 6 2,83 - 3,22 7 6
3,2B - 3,67 8 7 3,23 - 3,62 8 7
3,6B — 4,07 9 8 3,63 - 4,02 9 8
4,08 — 4,47 10 9 4,03 — 4,42 10 9
4,48 — 4,87 11 10 4,43 — 4,82 11 10
4,88 — 5,27 12 11 4,83 - 5,22 12 11
5,2B - 5,67 13 12 5,23 - 5,62 13 12
5,68 — 6,07 14 13 5,63 6702 14 13
6,0 — 6,47 15 14 6,03— 6,42 15 14
6,4B — 6,87 16 15 6,43 — 6,82 16 15
6,8p — 7,27 17 16 6,83 - 7,22 17 16
7,28 - 7,67 18 17 7,23 -7,62 18 17
7,6 — 8,07 19 18 7,63 — 8,02 19 18
8,0p — 8,47 20 19 8,03 — 8,42 20 19
8,4B - 8,87 21 20 8,43 - 8,82 21 20
8,8B — 9,27 22 21 8,83 - 9,22 22 21
9,2B - 9,67 23 22 9,23 - 9,62 23 22
9,64 — 10,07 24 23 9,63 — 10,02 24 23
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Table 7 —E|= 0,30 mm pitch S-FBGA and S-FLGA

BGA bmax = 0,23 LGA bmax = 0,18
DorE Mp or Me Mp_1 or Me _1 DorE Mp or Me Mp_1or Me _1
mm mm
0,69 - 0,98 2 - 0,64 - 0,93 2 -
0,99 - 1,28 3 2 0,94 - 1,23 3 2
1,29 - 1,58 4 3 1,24 — 1,53 4 3
1,59 — 1,88 5 4 1,54 — 1,83 5 4
1,8p - 2,18 6 5 1,84 - 2,13 6 5
2,1p - 2,48 7 6 2,14 - 2,43 7 6
2,4p - 2,78 8 7 2,44 - 2,73 8 7
2,7p - 3,08 9 8 2,74 - 3,03 9 8
3,0p - 3,38 10 9 3,04 - 3,33 10 9
3,3p - 3,68 11 10 3,34 - 3,63 11 10
3,6p - 3,98 12 11 3,64 — 3,93 12 11
3,9p - 4,28 13 12 3,94 - 4,23 13 12
4,2p — 4,58 14 13 4,24 --4{53 14 13
4,5p — 4,88 15 14 4,54 — 4,83 15 14
4,8p - 5,18 16 15 4)84 — 5,13 16 15
5,1p - 5,48 17 16 5,14 — 5,43 17 16
5,4p - 5,78 18 17 5,44 — 5,73 18 17
5,7p — 6,08 19 18 5,74 — 6,03 19 18
6,0p — 6,38 20 19 6,04 — 6,33 20 19
6,3p — 6,68 21 20 6,34 — 6,63 21 20
6,6p — 6,98 22 21 6,64 — 6,93 22 21
6,9p - 7,28 23 22 6,94 — 7,23 23 22
7,2p - 7,58 24 23 7,24 - 7,53 24 23
7,5p - 7,88 25 24 7,54 -7,83 25 24
7,8p - 8,48 26 25 7,84 - 8,13 26 25
8,1p<848 27 26 8,14 — 8,43 27 26
8,49 — 8,78 28 27 8,44 — 8,73 28 27
8,79 — 9,08 29 28 8,74 — 9,03 29 28
9,09 - 9,38 30 29 9,04 - 9,33 30 29
9,39 - 9,68 31 30 9,34 - 9,63 31 30
9,69 — 9,98 32 31 9,64 — 9,93 32 31
9,99 - 10,28 33 32 9,94 - 10,23 33 32
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Table 8 —[e|= 0,25 mm pitch S-FLGA

DorE Mp or Me Mp_1 or Me _1 DorE Mp or Me Mp_1or Me _1
mm mm
0,57 - 0,81 2 - 5,32 - 5,56 21 20
0,82 - 1,06 3 2 5,57 — 5,81 22 21
1,07 — 1,31 4 3 5,82 - 6,06 23 22
1,32 - 1,56 5 4 6,07 — 6,31 24 23
1,57 — 1,81 6 5 6,32 — 6,56 25 24
1,8p — 2,06 7 6 6,57 — 6,81 26 25
2,0f - 2,31 8 7 6,82 — 7,06 27 26
2,3p - 2,56 9 8 7,07 - 7,31 28 27
2,5 - 2,81 10 9 7,32 -7,56 29 28
2,8p - 3,06 11 10 7,57 - 7,81 30 29
3,0f - 3,31 12 11 7,82 - 8,06 31 30
3,3p - 3,56 13 12 8,07 — 8,31 32 31
3,57 - 3,81 14 13 8,32 - 8,56 33 32
3,8p — 4,06 15 14 8,57 —-8181 34 33
4,0f — 4,31 16 15 8,82(— 9,06 35 34
4,3p — 4,56 17 16 9,07 - 9,31 36 35
4,5f — 4,81 18 17 9,32 - 9,56 37 36
4,8p — 5,06 19 18 9,57 — 9,81 38 37
5,0f - 5,31 20 19 9,82 - 10,06 39 38
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-22: Regles générales pour la préparation des dessins

d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs a montage en surface
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silicium (S-FBGA et S-FLGA)

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation® mondiale de norm4g
posée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités\fiationaux de la CEl). L3
I objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les guéestions de normalisation d
aines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entrelautres activités — publie des
Fnationales, des Spécifications techniques, des Rapports technigues, des Spécifications accessi
ic (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de Ia~CEI"). Leur élaboration est confié
ités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut particip
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n des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant*és” questions techniques représentent, dans la
ossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de
Fessés sont représentés dans chaque comité diétudes.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 4§
me telles par les Comités nationaux de talCEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qug
sure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
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de justice) et Tes depenses decoulant de la publication ou de lutilisation de cette Publication de la CEl ou de
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e autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60191-6-22 a été établie par le sous-comité 47D: Encapsulation
des semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs @ semiconducteurs.


https://iecnorm.com/api/?name=55b384d3fbd4e2c4a5ed20a9445fbf75

-20 - 60191-6-22 © CEI:2012

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
47D/812/CDV 47D/820/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une l|ste de toutes les parties de la série CElI 60191, sous le titre général Normalisation
mécanique des dispositifs a semiconducteurs, peut étre consultée sur le site web deyla GEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié ‘avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch” \dans les dopnées
relativies a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reg¢onduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
* anmendée.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-22: Regles générales pour la préparation des dessins

d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs a montage en surface
— Guide de conception pour les boitiers matriciels a billes et a pas fins en
silicium et boitiers matriciels a zone de contact plate et a pas fins en

1 Ddmaine d'application

La pr
assoc

matridiels a billes (BGA, ball grid array) et des boftiers matriciels a zgne“de contact

(LGA,

2 Références normatives

Les d
partie

références datées, seule I'édition citée s’applique.SPour les références non daté
dernigre édition du document de référence s’appliqued(y compris les éventuels amenden
Vide

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
3.1

S-FBGA

FBGA| composé d'une puce en silicium, d'une ou de plusieurs couches diélectriques

puce,
la ou
0,1m

3.2

S-FLGA

FLGA

silicium (S-FBGA et S-FLGA)

ées, communs aux structures et matériaux des boitiers en silicium des b

land grid array).

pbcuments suivants sont cités en référence de maniére. normative, en intégralité
dans le présent document et sont indispensables pour son application. Po

de fils de routage-en provenance des pastilles de la puce vers les billes extérieur
les couchesydiélectriques, et de billes extérieures avec des hauteurs supériel
m

bsente partie de la CEl 60191 fournit les dessins d'encombrement et-les’ dimefsions

Ditiers
plate

ou en
ir les
bs, la
nents).

sur la
Bs sur
res a

composé d'une puce en silicium, d'une ou de plusieurs couches diélectriques

sur la

puce, de fils de routage en provenance des pastilles de la puce vers les zones de contact
plates extérieures sur la ou les couches diélectriques, et de zones de contact plates
extérieures avec des hauteurs inférieures ou égales a 0,1 mm

4 Numérotation des positions de bornes

L’observation d’un boitier vu du c6té bornes avec le repére disposé a I'angle inférieur gauche
donne lieu a un repérage des rangées de bornes du bas vers le haut en commencgant par la
lettre A, puis B, C..., AA, AB, etc., les colonnes de bornes étant, pour leur part, numérotées
de gauche a droite en commencant par le chiffre 1. Les positions des bornes sont désignées
par un systeme de grille rangée-colonne et identifié¢es sous forme alphanumérique, par
exemple A1, B1.
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Les lettres I, O, Q, S, X et Z ne doivent pas étre utilisées pour désigner les rangées de
bornes.

5 Code des dimensions nominales de boitier

Un code des dimensions nominales de boitier est défini comme la combinaison de la
largeur E et de la longueur D du boitier; ces dimensions sont représentées en millimétres a
deux décimales.

6 Symboles et dessins

Les symboles et les dessins sont présentés dans les Figures 1, 2, 3 et 4.
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Figure 1 — Encombrement S-FBGA
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Figure 2 — Encombrement S-FLGA
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La féférence est le plan d'appui sur lequel repose un boftier.
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e bas de figures relatives aux Figures 1 a 4

re 3 — Dessin de gabarit mécaniquee)

one hachurée est une surface de marquage de repére indiquant le coin A1.

tolérances de positions réelles des bornes, x; et x», sont appliquées a toutes les bornes.

hatrice de zones d’existence de bornes parrapport a la référence est illustrée a la Figure 4.

Figure 4 — Matrice de zones
d’existerice de bornes’’

iametre de borne b est le diametre maximal de la billéumesuré dans un plan paralléle au plan d’appuj.

matrice de zones d’existence de bornes par rappgit aux références [S], [A], et est représentée
5in de gabarit mécanique a la Figure 3.

dans le
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Les dimensions du Groupe 1 sont indiquées dans le Tableau 1.
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Tableau 1 — Dimensions et tolérances du Groupe 1

Dimensions en millimétres

Terme Symbole Spécification Valeur Notes
recommandée
Code fles Le code des dimensions nominales de boitier est
dimengions ExD défini comme la combinaison de la largeur E et _ _
nominples de de la longueur D du boitier; ces dimensions sont
boftief représentées en millimétres a deux décimales.
La longueur du boitier est représentée en
millimétres a deux décimales.
Longueur du boitier  Dnom -
Longupur du D _ vp indiqug une
boitief Minimum 0,50 tolérance
Maximum 10,00
Tolérance vp + 0,05
La largeur du bofitier est représentée €n
millimétres a deux décimales.
Largeur du boitier Enom -
Largelr du E M. M ve indiqug une
boitier Minimum 0,50 D VE tolérance
Maximum 10700
Tolérance vg + 0,05
Lorsque A < 0,65, la tolérance de la hauteur .
nominale est de-% 0,07. Alinclut Ig
Hautelir du gauchissgment
. A Lorsque 0,80 < A < 1,0, la tolérance de la — du boftier|et les
profil A .
hauteur nominale est de + 0,10. tolérance$
d'inclinai-pon.
A he doit pas dépasser 1,0.
1) Pour un S-FBGA:
@ bnom min nom max
0,80 0,50 0,35 0,40 0,45
0,80 0,45 0,30 0,35 0,40
0,65 0,40 0,28 0,33 0,38
Hauteur A 0,50 0,30 0,20 0,25 0,30
d'élévation ! - -

0,40 0,25 0,15 0,20 0,25
0,30 0,20 0,10 0,15 0,20
Pour un S-FBGA a faible élévation:
A1 <0,20
2) Pour un S-FLGA:
A1 <0,10
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Tableau 1 (Suite)

Dimensions en millimétres

Terme Symbole Spécification Valeur Notes
recommandée
le]= 0,80
0,65
Pas entre e 0,50 _ _
bornes 0,40
0,30
0,25
1) Pour un S-FBGA:
@ min nom max @ noG
0,80 0,45 0,50 0,55 0,80 ~0750
00180 0,40 0,45 0,50 0,65, * 0,40
0,65 0,35 0,40 0,45 0,50 0,30 -
0,50 0,25 0,30 0,35 040 025
0,40 0,20 0,25 0,30 0,30 0,20
0,30 0,17 0,20 0,23
Diamétre des
b
borne
2) Pour un S-FLGA:
@ min nom max
0,80 0,35 0,40 0,45
0,65 0,28 0,33 0,30
0,50 0,20 0,25 0,30 - -
0,40 0,15 0,20 0,25
0,30 0,12 0,15 0,18
0,25 0,10 0,13 0,16
Tolérgnce de
positign des
borne$ par X1 x1 = 0,08 - -
rappoft a la
référehce
g Xa
0,80 0,08
Tolérance 0,65 0,08
relative de % 0,50 0,05 - -
position des
bornes 0’40 0‘05
0,30 0,03
0,25 0,03
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Tableau 1 (Suite)
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12012

Dimensions en millimétres

Terme Symbole Spécification Valeur . Notes
recommandée

[l y

0,80 0,10

0,65 0,08
Coplaparité % 0,50 0.05 — —

0,40 0,05

0,30 0,05

0,25 0,05
Parallglisme
de la gurface Y1 y1=0,08 - -
supérigure
Nombye de n n= Me x Mo
borne

(ME - 1) X MD
Dimension L H
maximale de Me x (Mp — 1) es nombres
matrice en Mo de matricgs en
longugur (Me = 1) x (Mp - 1) _ Me et Mp pont
indiqués dlans
Dimerlsion le Tableap 3.
maximale de M Mg < (E — bmax — VE — X1 —x2)/@+ 1
matrice en E
largeuf Mo < (D = bmax — Vo — X1 < X5/ [e]+ 1
7.2 |Groupe 2

Les dimensions du Groupe 2 sont,indiquées dans le Tableau 2.

Tableau.2 — Dimensions et tolérances du Groupe 2

Dimensions en millimetres
Terme Symbole Spécification Valeur Notes
recommandée
Dimension du-dépassement en Valdur de
Z Zp = [Dnom — (Mp — 1) x /2 - s

longugur b o = [Dnom — (Mo — 1) x[e]] réféfence
Dimension’du dépassement en - 2 e PPN wa RPN _ Valgqur de
largeur “E BT [Enom = AME = 1) ALEIT T2 référence
Zone d’existence de bornes

. 'y b3 bs—bmax+x1 - -
définie par rapport a la référence
Zone relative

N oy b4 b4—bmaX+X2 - -
définie par rapport a la référence

8 Liste de combinaisons de D, E, Mp, et Mg

Les listes de combinaison de D, E, Mp et Mg sont présentées dans les Tableaux 3, 4, 5, 6, 7 et

8 suivants.
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